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3D はんだ印刷自動検査装置 (3D SPI）

3Si シリーズカタログ
スマートファクトリーの実現へ、

幅広いニーズに対応した 3 次元はんだ印刷自動検査装置
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3D-SPI

SMT工程

インターネット

3D検査装置
クラウドによる
管理サービス

3D-AOI
3D検査装置

SMT工程

3D-AOI
3D検査装置

SMT工程

3D-AOI
3D検査装置

セレクティブ
ソルダリング工程

3D-AXI
3DX線検査装置

X線検査工程

2D-AOI
2D検査装置

コンフォーマル
コーティング工程
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スマートファクトリーの実現へ向けて
「つながり」の先に SAKI ができること。

QUALITY DRIVEN Production
ライン全体の品質をコントロールし生産効率を最大化します

トータルラインアップがもたらすメリット

近年、製造業において市場からの高品質要求がより一層高まっています。

短納期対応、多品種少量生産対応、低価格化。

SAKI では、製造工程においてあらゆる機器とつながる製品を提供し、

正確な情報を出力することで、工場全体の生産性向上を高めます。

それはお客様のあらゆるコストの削減と利益向上につながります。

IoT を活用しスマートファクトリーを実現します。

SMT ラインのみならず、セレクティブソルダリングラインや X 線

検査ライン、コンフォーマルコーティングライン、全てのライン、

工場全体を連携し、一括した品質管理ソリューションで、自動化、

省人化を大幅に高め、生産性を向上させます。

※ SPI: Solder Paste Inspection　AOI: Automated Optical Inspection



生産品質の向上 生産効率UP 利益UP

SAKI 3Si 導入効果

生産性向上

コストダウン

利益UP
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プログラミング
	⁃ 3D-SPI、3D-AOI、3D-AXI 共通したプラットフォーム
	⁃ Saki Self-Programming (SSP) 機能

スピード / 高速化
	⁃ 新開発の高速モードにより計測検査速度が 
約 190％アップ

計測検査 /SPC 機能
	⁃ 基板面補正技術
	⁃ コプラナリティ検査が可能　
	⁃ 充実した SPC 機能

信頼性
	⁃ History Management system
	⁃ Golden & Silver Sample 定期点検機能

安定性、繰返再現性
	⁃ 3Di-AOI と同一の強固な筐体を使用
	⁃ マシン精度を保つための自己診断機能搭載
	⁃ 高剛性フレーム、ツインモータドライブによる高い位置精度 
	⁃ 高精度リニアスケールを使用した高い停止精度

スピード / 高速化
	⁃ 搬送スピードの高速化を実現
	⁃ CoaXPress 規格カメラ採用による高速計測検査

多様な市場ニーズに対応
	⁃ 全面 2 次元 /3 次元同時に検査可能
	⁃ 豊富なカメラヘッド（7μm,12μm,18μm）
	⁃ 豊富なマシンタイプ（M,L,XL,Dual）

絶対品質
QUALITY DRIVEN Production

製品・性能の品質向上に加え、

圧倒的なスピードでライン全体の

生産効率向上を導き、ラインタク

トをコントロールします。

先 進 のテクノロジーを搭 載する SAKI の 3Si シリーズと
3Di シリーズをセットでお使いいただくことでより一層のラ
イン品質向上を実現し、生産性を高めます。
マシン精度の根幹となる HW 構造、それを司る高度な SW 技術。これら技術を応

用した 3Si、3Di でライン全体の品質を向上し、稼働率、生産効率は最大化されます。

AOISPI

高品質を実現する要素 1 ハードウェア 高品質を実現する要素 2 ソフトウェア 高品質を実現する要素 3 SAKI の応用技術 Applied Technology

M2M（Machine to Machine）ソリューション
	⁃ SPI からはんだ印刷機へのフィードバック機能
	⁃ SPI から実装機へのフィードフォワード機能
	⁃ AOI から実装機へのフィードバック機能

SAKI オリジナル機能
	⁃ 複数の BF2-Monitor を 1 台の PC でリモート操作可能とする RMS 機能
	⁃ リアルタイムで各工程の検査結果を閲覧可能な MPV 機能

AOISPI AOISPI
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高品質を実現する要素 2 ソフトウェア

Applied Technology

M2M を実現する SAKI のテクノロジー

高品質を実現する要素 1 ハードウェア

高速計測検査と高い絶対精度とを実現
する、独自のハードウェアテクノロジー
製品品質を高め、生産性向上に貢献

【頑丈さ】 鋳物を使用した高剛性フレーム。
【正確さ】 ツインモータドライブに
よる高い位置決め精度。
さらに、高精度リニアスケールを
使用したフルクローズドループによ
る高い停止精度。これらの HW
の技術が M2M を実現する絶対
精度を出す役割を担っています。 

自己診断機能
自己診断機能搭載により絶対精度を保つための
予防保全に貢献します。

光学ヘッド
プロジェクター方式による、全面 3 次元計測検査

プロジェクター方式による、全面 3 次元計測検査ではんだ印刷
不良を定量的に検出します。また新たな光学ヘッドのラインアッ
プによりカメラ解像度 7μm/12μm/18μm の選択が可能
で多様な市場ニーズに対応します。
高さのプラス方向だけではなく、マイナス方向にもキャリブレー
ションを行うことにより、高さ計測の絶対精度を保ちます。

圧倒的スピード
新開発技術、新機能搭載
3Di/3Si 共通筐体では、ストッパーレスコンベアー及びステッピ
ングモーターを採用することによりローディングスピードの高速
化を実現しました。
また、CoaXPress 規格カメラ採用による高速検査が可能になり
ました。
さらに、新たに開発した独自の撮像方式による高速モードでは、
従来機に比べ計測検査速度が約 190％アップしました。（当社比）

全面 2 次元 /3 次元同時検査
3Si シリーズは 2 次元画像と 3 次元画像を併用して検査を行い
ます。

プログラミング
新機種導入の時間短縮を実現し生産性向上に貢献

共通プラットホーム
3Di シリーズは 3D-SPI、3D-AOI、3D-Xray を BF2 共通の
プラットホームで展開しています。いずれも SAKI 独自の技術で
基板全体を 3D 撮像・保存することにより基板が手元になくて
も検査データを作成することが可能となります。

スピーディーなプログラミングデータ作成

Saki Self-Programming (SSP) Software
Board less、Skill less、Stress less をコンセプトに開発され
たSaki Self-Programming 機能。GerberデータとCADデー
タ以外にも様々なPCB設計データを使うことにより、容易に検査
データを作成することができます。

計測検査 /SPC 機能
独自の基板面補正技術により、フレキシ
ブル基板などの反りが大きい基板にお
いても、常に安定した検査を実現します。

コプラナリティ検査
個々のはんだペーストの検査に加え、BGA 内での相対的なばらつき
の検査により、小型・ファインピッチ部品の品質向上を実現しました。

充実した SPC 機能

Trend View
自動運転中に検査結果を監視し、 サン
プル値をリアルタイムに集計します。
基板毎に印刷されたはんだの品質維
持と管理を行います。

Past Board View
検査結果や測定値を一週間程度保存
します。その中から過去に検査され
た基板を検索し、マウントデータや
リファレンス、部品種ごとにソートを
かけ 検査結果、 測定値、 不良種別や
不良画像等の確認が可能です。

信頼性
History Management 
System
誰がいつ、どのように、どういう目
的でデータを変更したのか、検査
データの変更履歴を残すことができ
ます。

Golden & Silver Sample
定期点検機能
毎回自動運転を開始する前に前回
の状況を自動確認することができ、
ライン全体の品質を保ちます。

時間経過保全のUI

状態監視保全のUI

Gerber

Gerber

CAD XY

ECAD Design

リニアスケールイメージ
最大はんだ 最小はんだ

部品内で最大はんだと
最小はんだの差を検出

オリジナル白黒画像

カラー合成画像

一括表示機能

不良情報

歩留まりチャート



SPIからはんだ印刷機へのフィードバック機能1 AOIから実装機への フィードバック機能※13

ライン一括
自動段取り機能

4

SPIから実装機へのフィードフォワード機能

3D-SPI 3D-AOI 3D-AOIリフロー 3D-AXIローダー アンローダー管理ターミナル はんだ印刷 部品実装

2
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Solution

フルラインアップだからこそできる、SAKI のトータル ソリューション

高品質を実現する要素 3 SAKI の応用技術 Applied Technology

M2M ソリューション
1  SPI からはんだ印刷機へのフィードバック機能

印 刷 位 置ずれ 情 報
をフィードバックす
るのはもちろん、マ
スクの自動クリーニ
ング指示により、印
刷 不 良を未 然 に 防
止します。

2  SPI から実装機へのフィードフォワード機能
SPI から印刷位置ずれ情報をフィードフォ
ワ―ドをすることにより、実装位置を補正
します。また、NG ボードスキップ機能に
より部品廃棄コストも削減し、実装品質と
実装効率も向上します。

3  AOI から実装機へのフィードバック機能
AOI から実装機への実装位置のフィードバックを行い
ます。SPI から実装機へのフィードフォワードによる組
合せにより、さらなる高品質、高効率生産の維持向
上を実現します。
※ 1 工場出荷時オプション

4  ライン一括自動段取り機能
ライン一括自動段取りにより、ロス削減及び省人化を
実現します。

※ 1 〜 4 の接続可能メーカーは別途お問い合わせください。

BF2-Editor
オフライン端末でのデータ作成やデバッグ操作を行
います。

BF2-Monitor ( オフライン判定端末 )
5  RMS(Remote Management System） 

        / 集中管理システム
複数の BF2-Monitor を 1 台の PC でリモート操
作が可能です。さらに各装置の生産状態も確認で
きます。生産ラインの省人化に貢献します。

6  MPV（Multi Process View） 
BF2-Monitor 判定時に、SPI、リフロー前 AOI、
リフロー後 AOI の 3 点の検査結果をリアルタイム
で照合することができます。
常に閾値の最適化を保ち、中間工程で NG が発生
した場合など、不良基板の原因解析にも役立ち、
不良流出を防ぎます。

印刷位置補正 マスクの自動クリーニング指示

NGボードスキップ

実装位置補正※1

製品オプション

6

5

3D-AOI
(Post Reflow)

3D-AOI
(Post Reflow)

BF2-Monitor

BF2-Monitor

BF2-Editor

サーバー

サーバー

MPV

RMS集中管理用端末

ライン1

ライン2

ライン3

（MPV DATA）

（MPV DATA）

3D-AOI
(Post Reflow)

Dual Monitor

3D-SPI

3D-SPI

3D-SPI

3D-AOI
(Pre Reflow)

3D-AOI
(Pre Reflow)

3D-AOI
(Pre Reflow)
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Product

3Si シリーズ製品スペック 3Si シリーズ光学ヘッド
豊富な対応基板サイズと 2 枚同時に流せるデュアルレーンに対応 光学解像度、撮像速度から最適なカメラマウントを選択可能

大幅に向上した計測検査速度
光学ヘッド 18μm、基板サイズ 330 × 250mm で
BF-3Si と 3Si-LS2/MS2 を比較

筺体サイズ M
シングルレーン

M
デュアルレーン

L
シングルレーン

L
デュアルレーン

XL
シングルレーン

SPI モデル名 3Si-MS2 3Si-MD2 3Si-LS2 3Si-LD2 3Si-ZS2

寸法
（W）×（D）×（H）mm

850 × 1430 × 1500 1040 × 1440 × 1500 1340×1440×1500

重量 850kg 900kg

電源 単相～ 200-240V+/-10%, 50/60Hz

供給エアー 0.5MPa, 5L/min（ANR）

対象基板サイズ
（mm）

ー シングル
モード

デュアル
モード ー シングル

モード
デュアル
モード ー

50×60～330×330 50×60～
330×330

50×60～
320×330

【7μm カメラヘッド】 【7μm カメラヘッド】

50×60～686×870

50×60～330×330 50×60～
330×330

50×60～
320×330

【12/18μmカメラヘッド】【12/18μmカメラヘッド】

50×60～500×510 50×60～
500×510

50×60～
320×510

クリアランス 上：40mm 下：60mm 上：40mm 下：50mm 上：40mm 下：60mm 上：40mm 下：50mm 上：40mm 下：60mm

正面図
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側面図
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解像度

はんだ計測高さ
（高さ計測レンジ）

撮像スピード

主な特長

スマートフォンやウエアラブル端
末の高度化、部品のモジュール化
の進展に伴い、これらの市場ニー
ズに対応するため 0201 部品パッ
ド計測検査を実現。

スピードはそのままに、微細部品
パッドの計測検査を可能にした高
次元でのバランスのとれたハイエ
ンドモデル。

生産性向上の市場ニーズに対応
するため、光学ヘッドの新設計に
より、従来機に比べ計測検査速
度が 190% アップ。（当社比）

BF-3Si 3Si-LS2/MS2NEW

13秒25秒

SPEED UP

7μm 12μm 18μm

500μm

3,600mm2/s

高精細 高速

1,063mm2/s 5,500mm2/s 6,400mm2/s1,063mm2/s 5,500mm2/s 6,400mm2/s1,063mm2/s 5,500mm2/s 6,400mm2/s1,063mm2/s 5,500mm2/s 6,400mm2/s

	⁃ 3Si-ZS2は解像度18μmの光学ヘッド

のみ対応


